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©Tftulo; Procedirriiento de fabricacidn de traductores ultrasonicos piezo-electricos de tipo "arrav" de 
superficie emisora no plana. . r j 

@Resumen: 

La patente es un procedimiento para la realizacion 
de transductores piezoelectricos tipo array, Se 
basa en el use de una ceramica piezoelectrica unica 
c^ue se adhiere a una malla metaiica con una re- 
sma epoxy. Dicha malla actua como adaptador de 
impedancias a A/4 y como electrode comua de 
masa. El circuito flexible portador de las pistas 
activas se suelda sobre la ceramica antes de cor- 
tarla. La ceramica se corta sobre una superficie 
plana, por la cara del circuito impreso (fig. 1). El 
numero de cortes es multiple del numero de pis- 
tas activas.^ Posteriormente se introduce la malla 
con las ceramicas en un molde, adaptandolas a la 
superficie del mismo rellenando posteriormente el 
vacio del molde con una resin a epox)^ c'argada con 
alumina (Fijc. 2). 
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Uns^s'tem Socan'Sd^"""" Piezoelectrico es 

varioede estos transductor« i ^^<=onjunto de 

tan en forma coordinada r,^ « fin de que emi- 
ttol 0 simultdneam^^ JVt "'^ de con- 

array 0 muItieleSo- ' transductor 

normalmente los t^^T^ . P'^a que, 
ducen errores aDreciahI« 'J"® 'i«> se pro- 

Bsto no es asf en pI f f *'"ct<ira del array 

cuencia usada 1 f la &»- 

Cd 1 nun) Ja ^posi^l^Ij^ ^^'''T ^"""^^ 
crftica. Esto hace n»^l: ™o?oeIementos es 

cedimientosde coUrucrr T'^'^^ '^^^^ Pro- 
del array partfeXde unl T^^°' la^^ntesis 
de fotn^Io jSdo '""'dn en Wr 

independienSe^e K'iT'^-*i^/^^'2a^°s 
gran cantidad de Centfn. A f'^^^al'dad, dado Ja 

Presas que rValtan trSdS /''^'"^ ^ 
de tipo array haren ^r,. °'*^.P''^°«l«tricos 

mos. En el caso S^e^fico H^f de los mis- 

con superficie enZ'l no ± *'"^'J^duct6res array 
ferenciascientfficaTv ternn?-^' te- 
<^os. se propon^^s^HnST • ^^^dos estos 
rentes yaqueL dLSon^f *«'=°''l°sicas dife- 
de elemeatos y fr™Sf f r?^"^' '^'^^o 
mente la tecnica ^i^Sa 

metna final del aS!^^^ 'a gec^ 

previamente encoffi ^KT^ 
guamento -backing En -if^^'^-^^-amorti- 

m^oSSdo-Se-S mfferiLj"" ^"^SulaF-antts 
zoelectricos con matr.V - f • "^ompuestos pie- 
realizar el comports diSl'^iPf*' despues^de 
tura deseada ffwfnJ '^^'^ la curva- 

usada y de su graA> de 15^^ P'^«<=a 
mentos cerdmic^ dd com^u^^r " '^^^ 

^aci6ndft?SuSesm'i°tfr -ali-i 
ficie emisora no pSS «"Per- 
siBfulaies. LaprKfa*if^„f°f <=«acteristicas 1 
zoelectrica base e nJa ,1 ^t- '^^^F^"^ 
para individuaUza? 1« cortes 

del array es nbnf . , monoelementS / 

no realizar unaldaDtecMn i?'f°?\°° necesa-' 
cosa que ha de hS en d cll'If' 1"^ 
base con geometri'a rllfn/- 1^ ceramicaa 

«, adem4 J'if "^^ Esta adaptacidn 

Plicasobremaneradidia on?, •^^''^ '° "J^e com- 
que la curvaturalai dSv r./^'^^'^^^ 
gran rango. Como se describf / *l- ""^'^ ^ 
detemdamente, la ceti^«S K '^""'"'Uacfdn mas 
previamente pegadaT^r,.^!f* ?^ "^a estando^ 

el conjuntoceramica2u^?;i^'/„ fP''^''^ ."°"«ar - 
-tando Unicamente SS^^'/S^^Sl* ^ 
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y'^ra'nchrdtcSe'eS:^"^^^^''^'^-^^^^ 

ya que la conocffirf^nf ' '^e^tente 
noelementos subdicfn? t ^^^^'""^i^^ de mcK 
curvaturasea tM nemf-^ 'l"^ 'adio de 

Estas for^racSf '"T^'^'l^'^^- 
lucidnseadegrS^tnterif^ la so- 

ceramicas con geometr.^ '^„°^*«°<='on P'evia de 

pue'den riSr dtS Slt^' ^' 
el proceso. "'^^ersas geometrias sm variar 

guamient^^vei k deS ^« 
hace que dicho maS ST^e^fc^ 
gidez mecanica an^ <,^^ • necesite poseer la ri- 
les cortesTfa\erST"''^''°/'^'ealizaa 
gada a dicho materitTdA Pe- 
da una gran fl^hSJ ^™°^'S"amiento. Esto 
material °*^'"^dad para la eleccidn de dicho 

patente. q"® acompanan a la 

usando una resika £ epoxv 'ei™'^' ""''^^'^ 
grosor del hilo ban de seX «^ ^ 
el material comnupX / adecuados para que 
epoxy, constlt^^^^t ^'^f « 5°'.'" -^^'^ ^ 
pedancias a /4 a irfl? ^ • adaptacion de im- 
nancia del Lrav FI ^ d/finitiva de r«^ 

la presidn SolSf^f ^J'*,*^" "^^^"«e baj^ 

nerse en cuenta^ue ITdet "^'^^ 
cantidad de epoj? como , ^"''^ la suficiente 
pletamentelaSa^?!^"* '^''^ ^'^•'el'a com- 
das burb^ias detbe '"^ l"^***"^ ^^dui- 

ranll^SdSSido^^^^^^^ 
metalizada de la cerf^; ^P^andose la superficie 

de encolante A conS/"^ '"^ 
cuito impreso flexiblf forS ""^^^^ ""^ 
cobre (PCI) de un LT^ 1""^ "°a pista de 
y de iial ling^fcud que1a de 1^°°? ^ 
queparten, perpendicu?im de la 

paralelo (PCpTcoino^fi™^^ tantaapistas en 
vaya a tener eU^y 1'^?*°^ electricos finales 
por la distanciaSai^ cS ^'^^'^^^ 
tre dichos eIemento?elSr!^^° laseparacion en- 
cuitoquesesueldaa irt,?^° de cir- 

cus bordes lonStudbte .^'^^."/"le'ido uno de 

de" d;ratfi7°ij.^ Wen en W d^p^u o 

lacSaScf'S'eCntX^*^"^^-^ <=°''e de 
longitudinal. ^ reS^Tt^'?""'''?^" * ''^ «je 
mentos acdsticos de arSv ^'I®- 
tremo, k profundldad del Se h^^^"' 
al espesor de la ceranSca Pp^. - ^ ^^"^ 'Sual 
tos acusticoa ha de™r un r^TT 
ntimero de elementn, li-^- "^^P'" ^tew del 
queelmateST^X:^^'^^^^^^^ Dado 

.untoformadoporStJ'iLl?^^-^- 
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lectricas resultaates del corte segun superiicies no 
planas. En el caso de un array concavo, por ejem- 
p).o, el proceso continua colocando el conjunto 
malla-ceramicas en un molde toroidal de section 
rectangular como el de la iigura 2. Tras adaptar 
la malla a la cara interna del molde se rellena el 
hue CO del misrao con un epoxy cargado con micro- 
polvo de alumina en la proporcion adecuada para 
conseguir una impedancia acustica especi'fica pre- 
determinada. Tras el curado del epoxy se retiran 
las diversas partes del molde quedando libre el 
array completo. 

El proceso descrito configura una novedosa 
y senciUa forma de realizar transductores ul- 
trasonicos piezoelectricos de tipo array con su- 
perficie emisora no plana. A pesar de su senci- 
llez se consigue un alto grado de homogeneidad 
entre los distintos elementos del array disrainu- 
yendo asimismo la dificultad del punto mas cn'tico 
en la realizacion de un transductor de este tipo: 
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la soldadura de las pistas del circuito impreso a 
las distintas ceramicas. Ha de tenerse en cuenta 
que no se realiza mas que una soldadura sobre 
la ceramica antes del c6rte y que la conexi6n de 
masa se obtiene por contacto fisico entre la malla 
metalica y la ceramica. Asimismo, al contrario 
que en otras tecnicas anteriormente comentadas, 
no existe limite en la curvatura final del array asi 
construido. 

Descripcion de los dibujos: 

Fig, 1 DC Dijco de Corte 

CF Circuito flexible 

CA Capa de adaptacion 

CP Ceramica piezoelectrica ^ 

Fig. 2 CA Capa de adaptacion 

CF Circuito flexible 

M Molde 

EM Elementos ceramicos 
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lectricas resultantes del corte segiin superficies no 
planas. En el caso de un array concavo, por ejem- 
plo, el proceso continua colocando el conjunto 
malla-ceramicas en un molde toroidal de seccion 
rectangular como el de la figuia 2. Ttas adaptar 
la malla a la cara interna del molde se rellena el 
hueco del mismo con un epoxy cargado con micro- 
polvo de aliimina en la proporcion adecuada para 
conseguir una impedancia acustica especifica pre- 
determinada. Tras el cuiado del epoxy se retiran 
laa diversas partes del molde quedando libre el 
array completo. 

El proceso descrito configura una novedosa 
y senciUa forma de realizar transductores ul- 
trasdnicos piezoelectricos de tipo array con su- 
perficie emisora no plana. A pesar de su'senci- 
llez se consigue un alto grade de homogeneidad 
entre los distintos elementos del array disminu- 
yendo asimismo la dificultad del punto mas critico 
en la realizacion de un transductor de este tipo: 
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la soldadura de las pistas del circuito impreso a 
las distintas ceramicas. Ha de tenerse en cuenta 
que no se realiza mas que una soldadura sobre 
la ceramica antes del cOrte y que la conexidn de 
masa se obtiene por contacto fisico entre la malla 
metalica y la ceramica. Asimismo, al contrario 
que en otras t^cnicas anteriormente comentadas, 
no existe Iimite en la curvatuia final del array asf 
construido. 

DescripcLon de los dibujos: 

Fig. 1 DC Di^co de Corte 

CF circuito flexible 

CA Capa de adaptacion 

CP Ceramica piezoelectrica \ 

Fig. 2 CA Capa de adaptacion 

CF Circuito flexible 

M Molde { 

EM Elementos ceramicos 
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